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1. Rivelatori a semiconduttore: 
a) Produzione di rivelatori a Si a strip 

miniaturizzate; 1.9 GL 
b) Connettivita’ per rivelatori miniaturizzati a 

pixel (bump bonding);  0.7 GL 
2. Rivelatori a gas con microelettrodi (MSGC);  1.4 GL 
3. Elettronica: 

a) Front-End (lettura e trigger) per lo 
spettrometro µ di ATLAS;  1.3 GL 

b) Alimentazioni ad alta tensione continua 1.0 GL 
c) Lettura rivelatore ICARUS nei Laboratori 

Nazionali del Gran Sasso 1.7 GL 
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 Si Bump 
Bond 

MSGC Alta 
Tens. 

µ 
ATLAS 

ICA 
RUS 

SGS X      
ALENIA  X  X  GaAs  
LABEN   X X  X  X 
CAEN    X  X  X 
MICROTEL  X  X X X 
SILENA     X X 
OPTEL   X    

 Si Bump 
Bond 

MSGC Alta 
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µ 
ATLA

S 

ICA 
RUS 

SGS X      
ALENIA  X  X    
LABEN   X     
CAEN    X  X  X 
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A CARICO 
MURST 

A CARICO  
INFN 

(MAT. + PERS.) 

A CARICO 
IMPRESE 

 
TOTALE 
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Rivelatori a 
silicio 

2000 850 
(600 + 250) 

600 3450 

 Bump 
Bonding 

700 420 
(250 + 170) 

250 1370 

 
MSGC 

1400 500 
(500 +   0 ) 

200 2100 

Spettr. µ di 
ATLAS 

1200 700 
(150 + 550) 

340 2240 

 
Alte tensioni 

1000 340 
(240 + 100) 

430 1770 

 
ICARUS 

1700 640 
(450 + 190) 

365 2705 

SPESA 
TOTALE 8000 3540 

(2190 + 
1260) 

2185 13635 
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 Obiettivi MURST INFN Alenia 
1.1 Individuazione materiali e processi 25   
1.2 Processi per Bumps su interfacce 140  80 
1.3 Messa a punto processo di taglio   50 
1.4 Messa a punto allin. e saldatura 70  60 
1.5 Messa a punto proc. di reworking 25   
1.6 Ottimizzazione allin. e saldatura 50   
1.7 Realizz. prototipi A ( 50x400 µm)  70 30 
1.8 Realizz. prototipi B (50x300 µm)  70 30 

 Totali della Fase 1 310 140 250 
2.1 Ottimizz. procedure prod. di serie 50   
2.2 Realizzazione della preserie 340 110  

 Totali della Fase 2 390 110  
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50 MSGC (costo unitario 1.5 *   750 = 1150 FS) 
50 MGC (costo unitario 1.5 * 2300 = 3450 FS) 

la linea automatica per la pulizia dei substrati (380 ML) 
forno per la cura del passivante    (150 ML) 
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Attività A carico 
MURST 

A carico 
INFN 

A carico 
ditta 

Matrice di coincidenza 820 350 100 

Logica locale 110 70 40 

Readout driver 120 70 60 

Logica di settore 50 70 40 

Connessione dati lenta 50 70 40 

Connessione dati veloce 50 70 60 

TOTALE 1200 700 340 
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A) 

B) 

C) 

Attività A carico 
MURST 

A carico 
INFN 

A carico 
CAEN 

Sistema primario    
Progetto 30 50 40 
Prototipi  110  

B) Canali per camere µ    
Progetto e test 200 50 200 
Prototipi 40 40  
Preserie, incluso sistema 
primario 

250   

C) Canali per MSGC    
Progetto e test 190 50 190 
Prototipi 40 40  
Preserie, incluso sistema 
primario 

250   

TOTALE 1000 340 430 
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Attività A carico 
MURST 

A carico 
INFN 

A carico 
CAEN 

Iª fase 300 145 122.5 
IIª fase 100 210 65 
IIIª fase 200 135 100 
IVª fase 1100 150 77.5 

TOTALE 1700 640 365 
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